X光影像分析技術於IC封裝及多層PCB檢測之應用

隨著電子產品走向輕薄短小的體積及更複雜的功能，立體化的設計及製造是未來的趨勢。然而立體化產品製造過程的檢測必須倚賴X光之穿透特性，以影像分析技術完成各種檢測需求。因X光影像有其光學及物理上的限制，所以利用運算及幾何分析技術判斷影像特徵及影像內容是X光影像技術中最重要的一環。本文針對X光影像檢測在IC封裝及PCB多層板的應用，介紹其現有技術及特性，有助於了解X光在電子產業的應用範疇。
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